Technicke specifikace

HP XMM 7560 R+ LTE-Advanced Pro WWAN

Vlyrazte kamkoli, pripojte se témer vsude

Potfebujete internet... ted, tady, tam a vSude jinde. Zdstante rychle a bezpecné pripojeni pfes mobilni sité LTE
gigabitovou rychlosti s optimalizovanou spotfebou energie. Modul Intel® XXM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro' poskytuje
vyhrazené Sirokopasmové pripojeni u vybranych firemnich notebook( HP. Nyni mate svét skute¢né na dosah.
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*Product image may differ from actual product

Konektivita a globalni flexibilita Pripojeno, utajeno

Cestujte po svété bez snizovani kapacity pfipojeni diky vyhrazenému Nemusite myslet na zadny USB flash disk ani hardwarovy klic. Integrujte
mobilnimu Sirokopasmovému pripojeni. Trvale vyuzivejte pfipojeni v rychlych, internet nerusené do svého pocitace a vsadte na jistotu a spolehlivost. Staci
zabezpetenych a privatnich sitich LTE'. Uz zadna honba za hesly nebo umorné vzit pocitac a vyrazit.

hledani pochybnych verejnych siti Wi-Fi®.
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Hojnost pfipojeni
Pripojte se az k 35 sitim LTE — tady, tam a témérf vSude jinde.

Optimalizovany vykon
Postaveno na architektufe 14nm procesu Intel pro co nejlepsi optimalizaci spotieby energie. Bleskové rychlé pfipojeni bez kompromisd.

Stahuijte, odesilejte, na cestach

PFipoje1n|’je tak rychlé, Ze sijej snadno spletete s ethernetem. Zazijte gigabitovou rychlost stahovani a 150Mbit/s odesilani prakticky na jakémkoli
misté.

Testovano spole¢nosti HP s tfiletou zarukou

Tento modem byl testovan a certifikovan podle prvotfidnich standardd spole¢nosti HP. A pro jistotu se na néj vztahuje i trileta zaruka.
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Produktové tislo 7P993AA
Kompatibilita Notebook HP vyzaduje konfiguraci s panelem WWAN
Poznédmka ke kompatibilité Dostupné pouze s modely s panelem WWAN
Kompatibilni operatni systémy Windows 10; Windows 11
Bezdratova technologie Mobilni sirokopasmové pfipojeni 4G LTE Advanced-Pro CAT16
Typ modulace Modulace LTE: 3GPP verze 13, 100 MHz 5 DLCA, 256 QAM, 40 MHz 2 ULCA, 64 QAM
@@Wirelesss Standard@@ LTE modulation: 3GPP Release 13, 100 MHz 5 DLCA 256 QAM, 40 MHz 2 ULCA 64 QAM; UMTS modulation: 3GPP Release 12
Globalni navigatni satelitni systém GPS; GLONASS; Galileo; BDS
Minimalni systémové pozadavky Port M.2 Key B
Zaruka Omezena tfileta zaruka HP
Uvodni letak
Obsah balenf Zarucni list
Instala¢ni sada
Zemé pavodu Vyrobeno v Ciné
Rozméry (3ifka x hloubka x vy3ka) 1.65%1.22x0.08in;42x31x2mm
Hmotnost 0.021b;7g
Rozméry baleni (5 x Hx V) 9.13x5.83x0.391n; 232 x 148 x 10 mm
Hmotnost baleni 0.131b;59¢
Mnozstvi hlavni krabice 18
Rozméry hlavni krabice (5 x Hx V) 11.65%7.76x9.881n; 29,6 x 19,7 x 25,1 cm
Hmotnost hlavni krabice 3.081b; 1,4 kg
Potet karton(i na vrstvu 20
Paleta (vrstvy) 5
Potet kartont na paletu 100
Potet produktil na vrstvu 360
Produkty na paleté 1800
Hmotnost palety 308.21b;139,8 kg
Specifikace dopadu na udrZitelnost 15% podil recyklovanych plast( pachazejicich z odpadu konecnych spotiebitelt; Obal je recyklovatelny
Rozsah provoznich teplot -20az 65 °C; -4 to -85°F
Rozsah skladovacich teplot (Celsia) -40az 85 °C

Rozsah skladovacich teplot (Fahrenheita) -40°F to 185°F
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Poznamky pod ¢arou se zpravami

1 Gigabitovy modul 4G LTE kategorie 16 vyuziva rychlost stahovani az 1 Gbit/s (nosice nasadi 5 nosnych agregaci a 100MHz $ifku pasma kanalu) a vyzaduje aktivaci i samostatnou smlouvu o poskytovani sluzeb. Zpétné kompatibilni s
technologiemi HSPA 3G. Informace o pokryti a dostupnosti v pFislusné oblasti jsou k dispozici u poskytovatele sluzeb. Rychlost pfipojeni, odesilani a stahovani zavisi na siti, umisténi, prostiedi, stavu sité a dalsich faktorech. 4G LTE neni k
dispozici u vsech produktt ani ve viech oblastech.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Zde obsazené informace se mohou ménit bez predchoziho upozornéni. Jedina zaruka k produkttim a sluzbam spolec¢nosti HP je urcena zaruénimi podminkami pfilozenymi k témto produktdm a sluzbam. Ze
zadnych zde uvedenych informaci nelze vyvodit existenci dalsich zaruk. Spole¢nost HP neni odpovédna za technické nebo redakeni chyby ani za opomenuti vyskytuijici se v tomto dokumentu.
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